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Im Zuge der Bündelung von Kompetenzen an einem Standort beschloss die Fraunhofer- 
Gesellschaft, das Fraunhofer COMEDD mit dem Fraunhofer FEP zusammenzuschließen. 
Nunmehr werden ab 1. Juli 2014 die Arbeiten zu organischer Elektronik unter dem Namen 
COMEDD am »Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und COMEDD« 
- kurz »Fraunhofer FEP« - weitergeführt. 

Prof. Volker Kirchhoff, Leiter des Instituts, freut sich über die neuen Möglichkeiten: 
»COMEDD ist gegenüber dem bisherigen FEP-Fokus auf Technologien und Prozesse 
zusätzlich auf Bauelemente und Anwendungen ausgerichtet. Insbesondere auf dem Gebiet 
der Barrierefolien für flexible organische Bauelemente erwarte ich durch die Erfahrungen 
des COMEDD signifikante Fortschritte. Aber auch die OLED-Mikrodisplays werden von den 
langjährigen Arbeiten in der Prozesstechnik oder den Marktbeziehungen am Fraunho-
fer FEP profitieren.« 
Dies sind nur zwei Ansatzpunkte von vielen, die derzeit intern diskutiert werden. Das 
Fraunhofer FEP ist für seine Prozess- und Anlagenkompetenz bei der Elektronenstrahl- und 
Plasmatechnik bekannt, währenddessen das COMEDD einzigartiges Know-How auf dem 
Gebiet der organischen Halbleiter und der Bauelemente-Entwicklung mitbringt.
Die Wissenschaftler sind überzeugt, Ihren Kunden und Partnern künftig weiterhin neuar-
tige Entwicklungen durch die vereinten Kompetenzen anbieten zu können. Denkbar ist 
beispielsweise, die am FEP entwickelte Sterilisation per Elektronenstrahl auf OLED-auf-Silizi-
um-Sensoren von COMEDD für den Einsatz in biomedizinischen Anwendungen erfolgbrin-
gend einzusetzen.

Dr. Uwe Vogel, stellvertretender Institutsleiter und Bereichsleiter »Mikrodisplays und 
Sensoren« bekräftigt: »Der Zusammenschluss von COMEDD und FEP ist ein wegweisender 
Schritt für die künftigen Entwicklungen und Aktivitäten von Fraunhofer in Dresden und am 
Standort für Organische Elektronik Sachsen. Dadurch können neue Ansätze und For-
schungsschwerpunkte - zum Beispiel zur flexiblen Elektronik - effektiver bearbeitet werden. 
Vorangegangene langjährige gemeinsame Projekte zwischen FEP und COMEDD mit 
signifikanten Erfolgen - zum Beispiel bei der Entwicklung der Rolle-zu-Rolle-Technologie für 

Fraunhofer COMEDD erweitert Kompetenzen  
des Fraunhofer FEP

Dresden, 1. Juli 2014; Der Juli hat für die Wissenschaftler des COMEDD (Center 
for Organic Materials and Electronic Devices Dresden) in letzter Zeit eine beson-
dere Bedeutung: Auf den Tag genau vor zwei Jahren wurde für die Arbeiten auf 
dem Gebiet der organischen Prozesse und Elektronik eine eigene Fraunhofer 
Einrichtung unter dem Namen Fraunhofer COMEDD gegründet. 
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flexible organische Beleuchtung - sind bereits eine gute Grundlage für die künftige Zusam-
menarbeit. Die Mitarbeiter kennen sich, sind bereits gut vernetzt. Wir vom COMEDD 
schätzen besonders die offene und professionelle Art der Mitarbeiter des Fraunhofer FEP im 
Zuge der Integration.«

Kunden und Partner können weiterhin auf allen fachlichen Gebieten mit den bisherigen 
Ansprechpartnern zusammenarbeiten - für sie ergibt sich zudem eine Komplettierung und 
Erweiterung der Angebotspalette an Dienstleistungen. Für das neue Institut gelten alle von 
FEP oder COMEDD geschlossenen Verträge und Geheimhaltungsvereinbarungen weiter.

Über Fraunhofer FEP:
Das »Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und COMEDD (FEP)« bearbei-
tet innovative Themenstellungen auf den Arbeitsgebieten der Vakuumbeschichtung, der 
Oberflächenbearbeitung und -behandlung mit Elektronen und Plasmen und der organi-
schen Halbleiter. Grundlage dieser Arbeiten sind die Kernkompetenzen Elektronenstrahl-, 
Sputtertechnologie, plasmaaktivierte Hochratebedampfung, Hochrate-PECVD sowie 
Technologien für organische Elektronik und IC-/Systemdesign. 

Fraunhofer FEP bietet damit ein breites Spektrum an Forschungs-, Entwicklungs- und 
Pilotfertigungsmöglichkeiten, insbesondere für Behandlung, Sterilisation, Strukturierung 
und Veredelung von Oberflächen sowie für OLED-Mikrodisplays-, organische und anorgani-
sche Sensoren, optische Filter und flexible OLED-Beleuchtung.

Ziel ist, das Innovationspotenzial der Elektronenstrahl-, Plasmatechnik und organischen 
Elektronik für neuartige Produktionsprozesse und Bauelemente zu erschließen und es für 
unsere Kunden nutzbar zu machen. 

Weitere Informationen zum Fraunhofer FEP und Fraunhofer COMEDD finden Sie unter:

Annett Arnold, M.Sc. Tel.: +49 351 2586-452 
Leiterin Unternehmenskommunikation Fax: +49 351 2586-105
Winterbergstr. 28 
01227 Dresden

Ines Schedwill Tel.: +49 351 8823-238
Leiterin Marketing Fax: +49 351 8823-266
Maria-Reiche-Str. 2 
01109 Dresden
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Dr. Nicolas Schiller, Prof. Dr. Volker Kirchhoff, Dr. Uwe Vogel (v.l.n.r.)  
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